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封裝樹脂粘!"開發計畫

#基材料科技股份有限公司

■計畫目標

　　®用有機微��與�JÆ�合成 SMD ¤È�JÎÃ}¬傳統無機微

��與�JÆ�合

■執行成果

　　此計畫已MVV試產，目前1nÕ國 Peak 公司3"9«4之 MÒ

試Ñ單，並./本公司測試íî完ò�規格範ÿ，此MÒ試Ñ單<XKK

ûü"ý萬，KL可試 ICû裝公司，MÒ試Ñ單<XKKþ萬元。

■新產品∕新技術∕新設計∕新材料簡介

　　傳統 SMD¤È�JÎÃ使用無機T8化矽(Silica)為»�Æ'與�J

ÆÐ*相Æ¢，Å,ÊË造成製程生產不\ì，ñ ICû裝vÎÃ透明度

不高，A此HÇ各國皆採用有機��與�JÆ$�合，®¸公司V發$û

�k微��，透明性高Ð*<1.12與�JÆ$Ð*相近，製程®º單產品

品質®\ì。

■技術合作單位及合作內容

本技術純ÿ!®¸公司V發並無技術合作單位

■成果應用領域

　　û�k-�JÆ應用於û裝ÎÃ需�高分�量3*量Iã1近)�

萬4，ñ對ÍÎË�Ý有l¯$�性與!¨性，A此用此V發$技術，�

可應用於下ÖT個領域

1.光學fO$V發：

　　û�k-fO應用於光電產業Û±¡¢，3!於高透光;7�"

性。

2."#產業：

　　如+機用$�JÆ|Ô�"、�溼、�高²3-20È~80È4lL
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4000�v以上$信賴測試。

3.半導體工業：

　　!於矽Î�JÆ對晶片有��$m%3BPO關/4A此本公司®用

已V發之�高分�量�可應用於 180È以下#$作用7半導體 QFM$

後é製程

■專案執行重要心得

　　此Ö案9行�¢$å>為如�¨完成)個�高分�量$fO，而不產

生)7低分�量$fO，!於高分�量$fO²合|高分�量v，�度高

23不Å,，�使ßO反應v/ 1~2')7ÈÉ$單體�Å,產生)7低

分量fO。

　　此低分量fO依Å物造成�Û、�"、�溼不l$m%，同v分�量

$分3®ó，�產品使用v無2產生ã)特性，此為使用�電�工業上�

¢i�，A此�電�工業上£¢量使用 Expoxy,PUfO�使 Expoxy,PU

fO有'S'i�如ö、ü性低A此本公司m行V發)%特$技術，®用

化學ï2切HÈÉ單體$合v可>|ã)$分量分h$fO，目前此)f

O，已SKLk特光電試用，於液晶Q�ÊÂ光N$�J�合，已>|{

可。

　　¸�fO與û�k-$�合可¸r此�JÆ對ÍÎ�品$�性與!¨

性，A此�Ö業9行研究n>，此¸�O與û�k�合$)7*要原理與

M驗如：

1.不同種Y單體$所合成fO與¸�fO�合$相Å性。

2.不同分�量fO與¸�fO相Å性。

3.不同ÚVÆ²合完成fO與¸�fO相Å性。

4.不同&��Æ­發v�JÆih乾±後¤Èª'度。




